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(57) Abstract: The present invention relates to a pressure transmitting device for bonding a plurality of chips (13) onto a substrate
(12) comprising: a pressure member (2) for applying a bonding force to the chips (13), which bonding force is eftective in the
bonding direction (B), wherein the pressure member (2) has a first pressure side (20) and an opposite second pressure side (2f)
which extend transversely with respect to the bonding direction (B); fixing means (8, 8', 8") which can be mounted on the
circumference of the pressure transmitting device (1) for fixing the pressure transmitting device (1) to a holding member (9) in the
bonding direction (B); and a sliding layer (3) for sliding movement of the pressure member (2) transversely with respect to the
bonding direction (B).

(57) Zusammenfassung:
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Die vorliegende Erfindung betriftt eine Druckiibertragungseinrichtung zum Bonden einer Vielzahl von Chips (13) auf ein Substrat
(12) mit: - einem Druckkérper (2) zur Beaufschlagung der Chips (13) mit einer in Bondrichtung (B) wirkenden Bondkraft, wobei
der Druckkérper (2) eine erste Druckseite (20) und eine gegeniiberliegende zweite Druckseite (2f) autweist, die quer zur
Bondrichtung (B) verlaufen, - am Umfang der Druckiibertragungseinrichtung (1) anbringbaren Fixiermitteln (8, 8', 8") zur
Fixierung der Druckiibertragungseinrichtung (1) an einem Haltekdrper (9) in der Bondrichtung (B), und - einer Gleitschicht (3)
zur gleitenden Bewegung des Druckkérpers (2) quer zur Bondrichtung (B).



